AMPMODU-Verbindungssysteme

AMPMODU interconnection Systems

MODU IV/V
Crimp Snap-In-Kontakte

passend fir Stifte
¢ 0,63 mm und
0,63 mm x 0,63 mm

Kontaktmaterial:
CuSn

Kontaktoberflachen

selektiv vergoldet;
0.8 um Au lber 1,3 um Ni in der
Kontaktzone; Rest hauchvergoldet

duplex vergoidet:
Kontaktzone:

0.8 um Au iber 1,3 wm Ni
Crimpzone:

2,5 um Sn iber 1,3 um Ni

verzinnt:
2,0 #m Sn

MODU IV Buchsenkontakte

MODU VIV
Crimp Snap-In Contacts
for 0.63 mm “Round” Post

and 0.63 mm x 0.63 mm
“Square” Post

Contact Materiai:
Phosphor bronze

Conftact Finishes

selective gold piated:
G.8um gold over 1.3 um nickel in
the contact area; rest gold flash

duplex gold plated:

Contact Zone:

0.8 um gold over 1.3 um nickel
Crimp Zone:

2.5 pm tin over 1.3 wm hickel

tin plated:
2.0 pmtin

MODU IV Receptacle Contacts

Querschnitts- Isolierungs- Bestell-Nummem/Part Numbers
bereich durchmesser - . e
Ausfiihrung mit hdherem Kontakidruck/with higher Contact Pressure
Wire Size AWG Insutation Varsion selektiv vergoidet duplex vergoldet
Range Diameter selective gold plated duplex gold plated selekliv vergoldet duplex vergoldet verzinnt
mm’ mm selective gold plated  duplex gold plated tin piated
Band/Reel 167020-2 1670201 167021-2 1670211 167021-3
0.032-009 32-28 1.2

Einzel/Loose Piece 167023-2 1670231 167024-2 1670241 167024-3
020-0,56 2420 1 Band/Reel 167300-6 167300-8 167301-4 2-167301-4 2-167301-2
(0,14-0,12)* 26 ' Einzel/Loose Fiece 141603-3 141603-4 141708-1 1-141708-2 1-141708-1

MODU V Buchsenkontakte (Hochdruck)

MODU V Receptiacle Contacts (MHigh Pressure)

Best.-Nr, 169481-1

Anwendungsbeispiele

Mod IV Stiftkontakt als Leiter-an-
Leiterplatte-Verbindung mit Feder-
leiste nach DIN 41612,

Best.-Nr. 843473-1

Applications

Mod 1V post contacts as wire-to-
board connection with female con-
nector according fo DIN 41612

Quebl:cl:n;tts- ;50“:"""95‘ Bestetl-Nummern/Part Numbers
reicl urchmesser .
Wire Size AWG Insulation Au:lul:rung i
Range Diameter arsion selektiv vergoldet duplex vergoldet selektiv vergoldet duplex vergoldet verzinnt
mm? mm selective gold piated duplex gold piated selective gold plated duplex goid plated tin piated
Band/Aee! - - 167022-2 167022-1 167022-3
0.032-0.09 32-28 1.2
Einzel/l oose Piece - - 167025-2 167025-1 167025-3
0,20-0,56 24-20 e Band/Ree! - - 166309-2 - 166309-3
0,14-0,12)> 26 ' Einzel/Loose Pigce - — 166310-2 - 166310-3
* Bei 0,14 mm? verringerte Crimpbreite. Bitte Riicksprache mit AMP. * Reduced crimp width at 0.14 mm’. Please contact AMP
Handzange: Ausdriickwerkzeug: Hand Tool: Extraction Tool:

Part No. 169481-1

Anwendungsbeispiele

Mod IV oder Tandem-Spring-Kon-
taki als ,Huckepack“-Stecker auf
Wrapstifte von Federleisten.

Part No. 843473-1

Applications

Mod IV or tandem-spring recep-
tacle contacts as “piggy back” con-
nector on wrap posts.

Verbindlich fir Toleranzen der Abmessungen und techrische Werle sind aussehlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
Alf specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications
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